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中文摘要
本研究使用PARTS理論分析台灣封測產業現況以及某公司情況，並歸納出其競爭優勢來源，也透過資料蒐集分析與業界訪談，整理出個案公司未來策略轉型與發展展望。透過PARTS分析所觀察到的幾項要點如下：DRAM大廠倒閉與DRAM模組廠金士頓的進入，每每因為參賽者的改變，而都造成封測領域賽局發生改變，即便其在封測領域賽局的角色僅是供應商或顧客。個案公司善於利用自身財務優勢，改變與上下游之間的貿易條件，藉由規則的改變以造成賽局改變。個案公司現有的競爭優勢，係憑藉著各項進入與退出障礙的建立及策略聯盟的保護，建立障礙與策略聯盟為個案公司於賽局中採行的主要競爭戰略。
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Abstract
The competition in Taiwan’s semiconductor industry is fierce and profits are shrinking gradually. However, we noticed that in the year 2011, one company in the industry in Taiwan was performed strong despite the bankruptcy of one of its clients. Therefore, we use PARTS analysis to iscuss the source of their competitive advantages, and their dealing with the rise of the semiconductor industry in China and South Korea.Finally, we discuss the implications of the changes in the demand of Electronic products.
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第一節 研究背景與目的

  綜觀台灣近代經濟的擘畫與發展，半導體產業始終扮演著吃重的角色，隨著三十餘年來半導體產業的競爭、發展與淘汰賽中，在台灣的半導體產業已發展為成熟、具競爭力且專業分工的高科技聚落。在競爭激烈的環境中，國際晶圓代工廠爭相研發更高階的生產技術，由於資金的排擠效應與專業分工的考量，間接使得後端的封裝測試業務，有更大的比例是委外(outsourcing)由專業的封裝測試廠提供服務，而台灣的封測業也順勢在高度競爭的半導體產業中乘勢崛起，成為世界級的半導體大廠。
  2011年第三季台灣整體IC產業產值(包括設計、製造、封裝、測試四大領域)達新台幣3,736億元，較第二季衰退6%(經濟部技術處ITIS,2011)。探究其中原因大致可歸納出以下兩項主因：(1)包括希臘等歐豬五國國債危機懸而未決，又歐盟在德國主導下欲進行一波大規模的再造與調整，但遭遇英國的反對抵制，種種政治與經濟上不確定的因素，都衝擊歐美市場對電子產品消費需求意願；(2)桌上型電腦、筆記型電腦、智慧型手機或平板電腦等已出現結構性改變。其中，IC製造業衰退幅度最大，季衰退10.6%，特別是DRAM業，季衰退高達24.4%(經濟部技術處ITIS,2011)。  
   在半導體的發展在產業的循環中已進入獲利微薄的成熟期的前提下，本研究發現一家台灣公司能在這樣的競爭環境中，依舊保持高度獲利能力，即便在2011年個案公司遭逢其大客戶破產，而導致高額應收帳款無法回收的問題，其於該年度每股盈餘仍為其它封測廠的兩倍以上，因此本研究將採PARTS分析該個案公司的競爭優勢來源，並探究以下三大方向：
1.台灣的半導體業已進入產業發展的成熟期，此意味產業獲利進入微利時代，但個案公司何以能建立並維持其高獲利的競爭優勢？
2.個案公司如何因應封測產業面對韓國與中國的強勢崛起與挑戰？
3. 面對終端消費性電子產品的需求改變，對於IC封測廠帶來何等沖擊？
而個案公司應如何因應？
在參閱相關研究文獻後，本研究將以PARTS理論為研究主架構，透過對於這場商業競賽的參賽者(P)附加價值(A)規則(R)戰術(T)與範圍(S)做全面的分析與探討個案公司的經營策略。本研究採個案研究方式，針對IC封裝測試業的產業特性與模式進行分析與探討，並藉由PARTS理論分析該產業及個案公司，深入探討該企業的競爭優勢與未來發展中所面臨的劣勢與困境。
第二章  文獻探討

  企業身處高度的商業競爭環境，因此制定發展出一套企業經營發展的策略，便成為企業存活並獲利的方針。競爭策略大師麥可．波特（Michael E. Porter）在競合策略(Co-opetition)一書中提到：「賽局的每一個要素都是改變賽局的槓桿，要改變賽局，你需要改變賽局的一個或多個要素，也就是參賽者(P)、附加價值(A)、規則(R)、戰術(T)與範圍(S)。每一個要素都是一個改變賽局的方法，當你改變賽局要素(PARTS)的其中一項時，就改變整個賽局」(Adam M. Brandenburger 與 Barry J. Nalebuff, 2004)
第一節  P.A.R.T.S.策略分析

  哈佛大學亞當﹒布蘭登伯格(Adam. M. Brandenbuger) 教授與耶魯大學貝利﹒奈勒波夫 (Barry J. Nalebuff) 教授提出的PARTS分析模型，提供一套新的策略分析模式，透過PARTS模型分析，可以將產業所面臨的競爭與合作做完整面向的剖析，並可提供各種策略規劃可能性的不同考量。 每個單一賽局都具備五項組成要素，這五項要素分別是：參賽者(Players)、附加價值(Added value)、規則(Rules)、戰術(Tactics)與範圍(Scope)，任何一項要素變改變都將牽動整個賽局的變化，甚至導致賽局結果的改變，此分析模型這也提供給策略規劃者一項全新的分析思考模式，即是：要扭轉結局，只要改變賽局構成要素其中一項要素，便可能使賽局結果有所不同。以下於本章節將針對各項要素進行探討。
一、參賽者(Players)策略分析
  P.A.R.T.S.模型中所提及的參賽者(Players) ，是指任何參與賽局的單一成員，甚至潛在參賽者因為有可能成為既有參賽者潛伏的威脅，因此也都屬於該賽局的參賽者(Players)的一員。在賽局中一旦有新進的參賽者加入，不論該參賽者是否已經採取了實際的商業行動，賽局其實已經發生變化，其他既存的參賽者就必須做出新的策略規劃，以回應新的賽局的產生，當然既存且佔有優勢的參賽者如何建構進入障礙，以防堵新參賽者加入賽局，也是防止賽局改變而導致既有優勢喪失的思考方向。價格割喉戰相當令參賽者厭惡，甚至是確定會造成雙輸的困局，因此防堵新的參賽者加入賽局，便成為防止價格割喉戰遭到啟動相當重要的一步。
二、附加價值(Added value)策略分析

  一項產品或服務的推出，在市場上的價格或許正是產品上頭標籤吊牌的數字，但該產品或服務所產生的附加價值絕不僅於此。例如：該產品的銷量也許並不理想，但卻成功的打亂了競爭對手的佈局，這就是這項產品或服務所產生的戰略附加價值。亦或一項新產品或服務的推出，打破原本獨占或寡占的局面，而提供給消費端另一種新的選擇，姑且不論該產品或服務的銷售情況，它真正的附加價值在於來自「消費者新的選擇」，而這項「新的選擇」將撼動甚至瓦解原獨占或寡占龍頭的定價實力，這價值遠遠超過該產品自身所產生的營收。
三、規則(Rules)策略分析

  在賽局的環境中，什麼樣的規則將塑造出什麼樣的賽局環境，而有權制定規則的參賽者，將在賽局中佔盡優勢。賽局中的規則經常讓參賽者習慣而且接受遊戲規則，而忽略這也是構成賽局的重要元素。規範賽局的遊戲，規則往往是指法律與約定成俗的風俗民情，若某參賽者不遵循該賽局的遊戲規則，也就是不遵循法律的規範則將面臨法律的制裁，而不遵循約定成俗的風俗民情例如道德而行事，所面臨的後果也往往是受到其它參賽者的排斥或抵制，甚至將導致退出賽局也就是遭市場淘汰，但是否賽局的規則是不能受到變更？不盡然是如此，商務上許多的規則是交易雙方約定而成例如合約的訂定，這種賽局中的規則是依照雙方意願所簽訂的合約，它就是能夠被改變的賽局規則，如此改變規則似乎比改變PARTS這五項策略要素中其它任何一項要素要來的容易，但卻也有可能達到影響或改變賽局結果的效果。

四、戰術(Tactics)策略分析

  以利他主義為思考的發想點，設身處地的思考對手會採取何種對其自身最有利的行為來進行所身處的賽局，進而構思利己的策略與戰術，以作為回應策略。戰術的選擇，取決於戰術擬定者對該事件或對未來情況的「認知」，改變該認知便能影響日後戰略的成型，因此欲改變競爭對手的戰略，釜底抽薪的方式便是改變競爭對手或顧客對賽局的認知。
五、範圍(Scope)策略分析

舉凡上述四項賽局構成要素包含參賽者(Players)、附加價值(Added value)、規則(Rules)與戰術(Tactics)都在賽局包含定義的範圍內。亦或甚至是兩場獨立的賽局，只要有參賽者認為或是有意將兩場賽局做溝通或連結，實際上也隱性或潛在成為賽局包含的範圍之內，因此去阻斷或破壞連結或許也成為維持既有賽局的手段之一，如果我們在原賽局中是享有優勢的參賽者，而這也就是戰術上造成的賽局範圍連結。例如在封測產業中，本研究個案公司與日月光集團雖同屬IC封測產業的參賽者，但由於所提供封測產品別完全不同，因此原則上並不視彼此為競爭對象，這兩家企業各自參與了完全獨立的賽局，因此就PARTS模型中所提及的範圍(Scope)而言，原則上是互不包含在彼此所參與的賽局中所定義的範圍(Scope)，但深入探究後，事實上個案公司與日月光卻具有潛在相互競爭的關係，也因為這層潛在的關係，使得彼此的賽局出現了聯結，而這兩家企業在使用PARTS理論作分析時，必須考量到另一場賽局的狀態與作為並依此制定發展策略以為回應。在2010及2011年個案公司成立了聚成科技與收購超豐科技，正式進軍邏輯IC封測領域，而與日月光正面遭遇成為競爭者。
第三章  產業現況分析與個案研究
第一節 產業策略聯盟現況

  2010年全球前五大專業封測廠依市佔率分別為排名第一的日月光集團、第二的矽品精密、第三為美國Amkor、第四為新加坡STATS ChipPAC、第五為力成科技(經濟部技術處ITIS,2011)。目前的DRAM模組廠與其上游的晶片供應商，則不全然呈現完全壁壘分明的敵我態勢，特別是像金士頓這樣超大型的終端DRAM模組廠，更不可能僅仰賴單一晶片供應商，分散供貨來源以降低風險並提升議價空間，便是目前晶片供需市場的現況，表3-1可見該領域的合作模式表現出晶片供貨來源分散化而非趨向單一化或呈現明顯的集團合作化。
  此外全球半導體專業分工趨勢下，國際記憶體IDM
高階封測產能有轉向中國的趨勢，國際IDM大廠在成本控制與遷就市場的考量下，已逐漸將後段封裝測試業務委外由中國廠商或是與中國封測廠合資之外商進行封測，中國也積極透過與國際大廠合資導入高階技術，種種跡象都顯示中國本土的封測廠正試圖往高階封測技術移動，並積極擴張業務版圖。縱然面臨中國與韓國的強勢崛起，台灣在半導體領域仍俱有相當堅實的基礎實力，就晶圓代工的全球市佔率而言，台廠拿下超過六成的市佔率（如表3-2），這也意味著後端的封測大餅也將由台廠佔有優勢。在現仍存有優勢的台廠應積極利用優勢建立障礙，以防阻中國與韓國大廠分食市佔率。在晶圓代工領域的競逐中三星崛起之快速，令排名第一的台積電感受到沈重的壓力，特別是在三星獨家取得蘋果電腦的處理器訂單後，更讓三星的技術形同獲得蘋果電腦的認證與背書，排名第三的格羅方德則因背後有阿布達比投資基金支持，使該廠商立足於這種需要投入大筆資金以擴建及產線升級的產業，相較於其他代工廠具有相當明顯的財務優勢。
第二節 個案公司簡介
  個案公司成立於1997年5月，並於2004年11月在台灣證券交易所掛牌上市。其於IC生產鏈中位居下游提供針測、封裝、測試的服務，在IC封裝測試產業領域中為全球第五大，單就記憶體封測領域則位居全球第一。截至2011年底，個案公司於台灣新竹工業區、新竹科學園區、大陸蘇州建有廠房數座並員工約5000餘名，主要股東包括記憶體模組領導大廠金士頓（Kingston）、東芝先進半導體（Toshiba Corp.）、力晶科技等大廠。個案公司最初是由力晶半導體與鑫成科技所共同合資成立的公司，當時會有如此合作投資的時空背景主要有以下兩點：第一：當時IC製程處於升級並業界如火如荼的進入8寸晶圓的時代，而全面的8寸晶圓產能將使IC產量大幅的成長，由此可預期到後端的封測需求也將有大幅度的增長空間。第二：亞洲金融風暴與8寸晶圓廠建廠的需求，使得半導體大廠財務週轉嚴重吃緊，當時包括力晶半導體等半導體大廠將封測業務委外，以減少自身投資或維持封測部門所需的資本支出以減輕資金壓力，因此紛紛將自身的封測部門切割成為獨立的專業封測廠或將業務委外。
 在個案公司所身處的策略聯盟之中，對該聯盟最具影響力的當屬個案公司最大股東遠東金士頓，由於金士頓身為記憶體模組廠的龍頭大廠，這樣的優勢使個案公司有更多的管道與機會能夠接觸並開拓客源，也讓個案公司成功逐步囊括記憶體封測大部份的封測業務，而成為記憶體封測領域排名全球第一的封測廠。表3-3羅列個案公司自1997年由力晶半導體與鑫成科技合資成立以來，至2011年重要事紀列表。在了解個案公司與該產業現況後，將於第四章引用於第二章回顧之賽局理論，分析個案公司與該產業的競合策略。
第四章 以賽局理論分析產業競合策略
第一節  以PARTS理論中參賽者(Players)角度分析
DRAM產業在台灣發展已將近三十年的時間，何以歷經近三十年的學習與發展，截至今日卻變成台灣幾個少數經政府政策重點支持卻持續重大虧損的產業？而大約在1997年至2006年間，台灣的DRAM產業仍處於成長並獲利的狀態，在該期間台灣的DRAM產業總獲利約近1200億台幣，成績甚至優於同時期的韓國DRAM業，但在2004年至2006年之間，台灣DRAM業因過去歷史經驗獲利豐厚並前景看好而大舉進行投資建廠，包括當時政策配合，致使國營銀行大舉釋出資金貸予該產業，民營銀行亦隨之跟進，如此全面性的投入，使台灣DRAM業陷入高度財務槓桿的風險中，如此風險在日後的金融風暴與歐債危機中，使該產業面臨能續經營與否的嚴苛挑戰。反觀當時的競爭對手韓國三星集團，在該年度期間也是大舉進行投資，但大部份是採用自有資金進行投資，而讓三星集團在日後面臨金融風暴與歐債危機時，有更健全更穩健的財務體質得以因應並度過難關，且順勢拉大與台廠的差距。2008年至2009年的金融風暴實際上對全球的產業，普遍都造成了程度不一的影響與沖擊；對於DRAM業來說，繼英特爾於1984年宣佈退出DRAM生產行列後， 摩托羅拉（Motorola）也放棄DRAM生產，1999年與2000年間，日本東芝(Toshiba)與富士通(Fujitsu)及韓國現代(Hyundai)與樂金(LG) ，也進行一連串的切割、合併與重整，美商德州儀器(TI)也結束DRAM生產事業。德國大廠奇夢達（Qimonda）則於2009年宣佈倒閉，每當有參賽者退出DRAM生產的賽局，就會形成DRAM售價大漲對其它參賽者形成利多。

  但如此利多並沒有為其它參賽者帶來長遠的好處，2008年美國美光集團（Micron）與日本爾必達集團（Elpida）面臨財務吃緊，而紛紛來台尋求資金援助，當然台灣DRAM業如茂德等瀕臨倒閉，其餘大廠也虧損百億台幣以上，如表4-2可知於2011年國內DRAM大廠虧損的實際情況。
  但事實上該危機也為台灣的DRAM產業帶來升級的轉機，而台灣政府也有意利用成立台灣記憶體公司以對台灣DRAM產業進行整合，並向美日大廠取得專利技術進行產業再造升級，但該產業升級再造計畫卻因各種非經濟因素影響而終告破局。產業與金融業對產業前景過度樂觀並進行高度財務槓桿融資投入，與錯失整合契機使台灣DRAM面臨眼下競爭處於劣勢的窘境，而與韓國DRAM產業差距遭到拉大幾近無法逆轉的情況。 就總體DRAM市場而言，除了2008年至2009年間的金融風暴造成德國奇夢達（Qimonda）倒閉並造成部分既有產業合作模式改變外，在2012年更發生了影響重大與深遠的事件，就是日本爾必達集團（Elpida）面臨至為嚴重的財務危機，進而向日本法院聲請破產保護，該危機有可能使當下現有的美日兩大集團重新洗盤並重整，而呈現僅韓系企業與非韓系企業抗衡的全新賽局環境。
  為求解決債務危機，爾必達曾一度預計進行減資再增資的舉措以作為因應，該公司董事會通過減資的幅度高達63.5%，資本額將從約新台幣871億元減至約新台幣317億元，但接踵而來的各項到期債務迫使爾必達必須尋求破產更生保護以圖繼續營運並尋求其他的支援，在業界的觀察中美國的美光集團與日本東芝(Toshiba)都有可能注資爾必達集團，對美國美光集團而言主要原因是因為該集團原本自身的技術就落後爾必達，特別是針對爾必達所擁有的先進Mobile DRAM技術對美光造成相當大的吸引力，而對於東芝而言，其入主爾必達主要是因日本政府希望將先進的DRAM技術留在國內，而主導由東芝競標爾必達，但由於東芝自身也面臨財務緊迫的壓力，進而轉向韓國DRAM大廠海力士合作一起競標爾必達，因為這樣的合作與日本政府的原意不相符，而讓爾比達的下一步充滿不確定性。當然爾必達生請破產保護之後其存亡或未來的走向，日本政府居於關鍵的角色，日本政府有可能繼續擔保爾必達債務，也有可能直接金援爾必達抑或放手讓自由市場去作購併或整合。但就目前爾必達的所採取的行動似乎自己尋求金援是該企業決定要走的下一步，而透過破產保護正是企圖透過法律途徑以保全該企業能暫時免於受到債權人的債務追討以求再生的契機。 
  從個案公司的統計資料顯示，在2011年第四季爾必達DRAM市佔率約佔12%，而Mobile DRAM的市佔率則約達17%，一旦爾必達真的退出DRAM市場，該領域將注定由韓系大廠寡占，其控制市場的能力或更接近獨佔的實力，位處採購端廠家如PC OEM廠商的議價能力將更薄弱亦更處於劣勢，反之若爾必達集團與美光集團結盟，則新集團市佔率將高達28%，這市佔率將一舉超越韓國海力士（Hynix）成為全球第二大DRAM廠，此將為DRAM市場帶來平衡也相較於遭少數廠商寡佔乃至於獨佔的市場為健康，而對下游採購端而言也較不至於處於太過嚴苛的議價劣勢，由此次爾必達所面臨的存續危機事件或許可以讓我們認知到，擁有先進的科技或製程並不完全足以支撐該企業擁有度過經營難關的能力，擁有健全的財務體質與健康的金流才是支持企業得以參與長期競賽的最佳屏障。
  個案公司與其大股東金士頓集團則在企業體質上擁有此等的特質，致使其得以在面臨產業變革或大環境景氣循環威脅時得以安然存續，並更加藉由危機進行入市投資，以相對為低的成本取得技術、設備或對友廠進行投資，進而持續維持其于該產業領導的地位。個案公司在面對大客戶爾必達破產衝擊的因應，決定逐步分散營收來源。原本爾必達佔其營收高達40%，降低客戶集中度不僅能降低客戶的議價能力，增加更多客戶角色的參賽者，也是其改變賽局的策略之ㄧ，降低對單一客戶營收的比重，雖須負擔較繁重的企業內部勤務，與產線因應客製化的配置調整，但卻可以有效降低經營風險，並減少五力分析中來自客戶的議價力量。
第二節  以PARTS理論中附加價值(Added value)角度分析
  無形資產價值在現今社會中愈彰顯其重要性，以本論文所探討的個案公司為例，該公司不斷導入綠能與環保的工程於廠務營運中，並善盡企業應承擔之社會責任，就企業經營者的角度而言，謀求股東獲益最大化或許應是最優先的經營策略，但善盡企業社會責任，則益能增進該企業無形資產的累積，例如品牌價值或商譽等附加價值。
   在環境保護的社會責任方面，個案公司的遠景為建立生態化工廠，以減少商業活動對環境所造成的衝擊與影響，個案公司在執行方面為每年均訂定年度環境目標，並經由工安環保委員會來確認執行成效，並已於2009年完成2007年溫室效應氣體排放量的查驗工作，作為企業未來綠能工作的執行依據。在產線製程中制定回收機制，除回收有效資源可再利用外，亦在研磨的廢水中回收矽等金屬物質。種種實際執行的環保工作為個案公司追求環境保護的實際表現。
  在員工照護與健康方面，個案公司提供優於勞基法的員工照護與健康關懷機制，除與專業醫療機構合作，定期提供健檢、醫療諮詢與健康管理外，亦定期舉辦健康講座、流感疫苗接踵、心理諮商活動、哺乳室設置、駐廠醫師與護理人員設置等安排，以期能提供員工全面性的醫療與健康關懷照護。因此，妥適的員工照護，除能協助照護員工與其家庭外，亦能塑造良好企業形象，而這些都將提升企業無形資產的附加價值，而如此的附加價值增加，將有助於參賽者於賽局中提升其競爭優勢。
第三節  以PARTS理論中規則(Rules)角度分析
規則對賽局形成制約，但善加利用規則對賽局的制約力量，將可能對一方參賽者形成優勢。在個案公司所身處的封測產業中，一如其他的商業環境，也是透過無數的貿易契約訂定而形成該賽局中的規則，個案公司相較於其他同業有著明顯的優勢，即是強健的財務體質與現金流，憑藉著這樣的優勢，個案公司在賽局中與其它參賽者競逐訂單時，更有能力接受客戶較為嚴苛的貿易條件，特別是收款天期等，也就是說若其它參賽者的財務實力，僅能接受收款天期為一個月或兩個月後收款，個案公司則能夠接受三個月甚至四個月收款天期的貿易條件，而個案公司則能利用自身的財務優勢與客戶訂定其他參賽者無法簽訂的貿易條件，如此利用規則的制定或變更的能力，使個案公司在賽局中獲得更多的訂單與更大的市佔率，也就在賽局中形成明顯的優勢，制定受客戶歡迎的規則往往相當容易推動並落實，但如個案公司即便擁有健全的財務體質與現金流，仍不足以利用此改變規則的優勢而成為世界最大的封測廠，原因是規則的改變僅為PARTS要素之一，其條件仍不足以完全並徹底地改變賽局的全貌。
第四節  以PARTS理論中戰術(Tactics)角度分析
  個案公司商業經營模式採取產業策略性結盟，透過上下游交換持股達到緊密結合並互助互利的商業模式，並藉由這樣的策略聯盟建構出其於記憶體IC封裝測試產業領域的進入障礙，其構建出來的進入障礙同時具備規模經濟、高度資本需求化、移轉成本與取得配銷通路等多重障礙，而與上下游建立策略聯盟的夥伴關係，更是個案公司維持住難以使新進者進入該市場的屏障。但其所建立的競爭優勢在面臨產業結構轉變劇烈的同時，也面臨優勢迅速消逝的困境，Richard D’Aveni（1998）在超優勢競爭（Hypercompetition）一書提到：在不斷發生變化的競爭環境中，沒有任何一項優勢是可以長期存在的，唯有因應不斷改變的內在與外在環境，而做出變革與回應，才能夠延續優勢或創造優勢(Richard D’Aveni，1998）。

  在封裝測試產業領域，機台設備的資本支出投資之龐大，是該領域企業經營者非常重要的財務課題。為求降低經營成本以增強競爭力，該領域企業理應試圖增加或引進更多的機台設備供應商以獲取更大的議價空間，但實際情況卻並非如此，該領域實際僅存在少數設備供應商，封測廠家也僅與固定少數設備供應商進行貿易，原因是封測廠藉由高度資本支出投資以建立進入障礙外，這些價格昂貴的固定資產也將形成沈重的退出障礙，釋放出這些訊息將有助該領域企業經營者建立與維護該領域的進入障礙。同時，設備供應商也樂見該領域沒有存在太多的競爭者，封測機台的買家與賣家各有不同的意圖，但不同的意圖卻有相同的結果，這結果即是維持少數的設備供應商提供價昂的機台設備，賣家能避免面對太多的競爭者而買家卻又能藉此資金門檻建立進入障礙，這樣的平衡使這場賽局維持雙方都滿意參賽者。

第五節  以PARTS理論中範圍(Scope)角度分析
  在賽局中參賽者(Players)、附加價值(Added value)、規則(Rules)與戰術(Tactics)構成一場賽局的範圍，而若要改變賽局的範圍，由上述四個面向著手改變，便能達到擴大聯結至其它賽局或縮小賽局範圍的目的。以個案公司為例，在早期該公司在封測領域中僅為中型的封測廠，業務範圍相當有限，甚至僅限於其股東企業所給予的訂單，但當個案公司引進金士頓入股後，其賽局範圍發生變化並導致結果完全不同。金士頓為世界最大模組廠，在其所身處的模組廠賽局中，幾乎享有所有條件的優勢，個案公司引進金士頓入股後，也一併引入了其所擁有的優勢，使原本完全獨立的封測領域賽局與模組廠領域賽局，因為如此入股結盟的方式發生連結，個案公司成功將其所身處的賽局透過連結而擴大，新的參賽者（Player）加入，使賽局呈現截然不同的風貌，雖然金士頓並非以建立封測廠的新參賽者身份加入賽局，而是以終端DRAM模組廠客戶的角色入股個案公司而加入封測廠的賽局，成為使賽局產生變化的新參賽者，如此的改變造成封測版圖的消長，也使個案公司迅速成為記憶體封測龍頭。 

  其過程是金士頓運用其於DRAM模組市佔率第一的優勢，要求DRAM供應商若要將DRAM賣給金士頓，則該DRAM必須在個案公司進行封裝及測試，如此一來個案公司便能利用金士頓在模組領域的優勢，成為其於封測領域的優勢，又因為金士頓為個案公司的大股東，因此若個案公司盈餘表現優異，則金士頓也將因其大股東的身份而享有其股份的盈餘收益。另外值得一提的是金士頓與個案公司其間的緊密合作程度，幾乎接近同一集團的形態，過去在2008年金融海嘯，個案公司營收遭到不景氣沖擊而大幅衰退，金士頓不計自身銷售情況的大量購買晶片交由個案公司進行封測，由於市場銷售情況極為不佳，但金士頓為支撐個案公司營收而持續採購晶片，其採購量大到個案公司倉庫滿倉的情況，個案公司與金士頓之間緊密的結盟關係由此可見一斑。
第六節 個案公司競爭優勢來源分析

    第一、效率管理：個案公司在生產線上的封裝測試作業與進出貨管理等，均透過線上系統做及時快速的控管及處理；有效率的監控管理系統，不但能及時排除各種狀況的發生，例如機台異常或人員作業異常等，更能有效提升產品進出產線作業的時效性；在報價以分秒為計價單位的封測業，更為自身與客戶節省成本提升效率。

  第二、掌握市場趨勢與先進機台的投資：對於市場發展脈動趨勢的掌握，與精確的資本支出投資，都使個案公司能提供客戶即時且完整的封測服務，積極對於先進機台設備的投資，也有利於個案公司爭取國際大廠的訂單。由於市場終端產品的需求，使IC在設計上越趨複雜訊號、於晶片的傳輸速度日益快速、訊號日益複雜，連帶使後段的測試難度也越來越高，而促使個案公司對先進高階測試機台需求，也持續進行不間斷的投資以達成客戶對封測的要求標準。

  第三、全面性的封測服務：個案公司所提供的封測服務全面且完整，不論是晶圓測試、記憶體IC與邏輯IC封裝測試，均能在個案公司獲得完整的服務，而這種整合性的服務(Turn Key Service)更是跨全球的提供，使全球客戶均能獲得快速且高良率的測試服務，這種一條龍式的整合服務能有效縮短整體生產時間，當然基於有效率及完整的服務，也容易得到客戶的信賴並有利於建立與客戶長遠而良好的關係。

  第四、持續投入技術研發：高良率可以有效降低成本與提高時效，而高品質的產品則能夠避免企業陷入價格戰的商業競爭模式，特別是對於新進入者為積極爭取訂單，而可能使用低價策略以快速進入市場，因此個案公司的回應策略在於積極投入技術開發，以維持高良率與跟高品質，透過長期提供高良率與高品質的服務，培養客戶的信賴與長期穩定的夥伴關係。

    第五、策略結盟：這點也是個案公司成功最主要的重點，最初由於與全球最大記憶體模組廠金士頓集團（Kingston）組成夥伴關係，透過這層關係而使個案公司能與國際大廠建立良好商業互動模式，而順利拿到許多大廠訂單包括早期美商SST(Silicon Storage Tech) 、日本東芝（Toshiba）及爾必達（Elpida）等，乃至於日後與爾必達建立夥伴關係，而陸續成立Tera Probe 與晶兆成科技等，都是透過企業間策略聯盟分享技術及資源，進而鞏固並拓展業務。

第六、健全的財務結構：堅強的股東陣容與緊密的產業策略聯盟，使個案公司擁有堅強的財務體質與健康的現金流，該點在資本密集的封測產業形成相當大的競爭優勢，亦即在資本支出的投資上，將不致面臨因財務吃緊而限縮投資的窘境。

第五章  結論與建議
    本研究的主要研究目的，在於透過Adam M. Brandenburger與Barry J. Nalebuff所提出的PARTS模型分析個案公司，並試圖提出策略擘劃的建議與方向，以供管理者實務上建議。 個案公司於封測領域中能持續維持其高獲利，除持續的投資研發並追求高品質外，與半導體業界頂尖大廠相互投資持股建立緊密的策略夥伴關係，為本研究認為的成功關鍵。

  個案公司於2012年面臨大客戶爾必達宣佈破產保護的衝擊，帳上獲利大受衝擊，但其大股東金士頓隨即介入支援，該支援使個案公司帳上現金部位達新臺幣一百餘億以上，而成為記憶體封測廠中資金最充裕的廠家。有如此堅實有力的大股東支持，也成為其它封測廠遙不可企及的競爭優勢。因此個案公司應善加利用並發揮此優勢，且持續深化與金士頓及其他國際大廠的策略聯盟關係，並積極在成功成為記憶體封測龍頭後，降低客戶與產品集中度並將封測產品業務多角化以分散市場風險。
  記憶體的市場需求受雲端產業的發展，與消費性電子產品輕薄的趨勢影響下日漸萎縮，這種產業跨世代的結構性改變對個案公司所造成的衝擊與其因應之道，應可成為日後專家學者針對個案公司持續進行研究探討的方向。
五、圖、表之處理

圖3-2 個案公司歷年營收
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圖3-3 個案公司歷年每股盈餘
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 (資料來源：本研究整理/個案公司各年度財報)

表3-1 上游晶片供應商與下游DRAM模組廠合作一覽表

	下游DRAM模組廠
	上游晶片供應商

	金士頓
	三星、海力士、爾必達、美光、力晶、瑞晶等

	宇瞻
	力晶、瑞晶等

	威剛
	三星、海力士、爾必達、美光等

	創見
	三星、海力士、爾必達、力晶等

	勁永
	三星、海力士、力晶等


（資料來源：本研究整理/業界訪談）
表3-2 2011年全球前十大晶圓代工廠排名

	廠商
	2011年排名
	2010年排名
	2011年市佔率
	2010年市佔率

	台積電
	1
	1
	48.8%
	47.1%

	聯電
	2
	2
	12.1%
	13.5%

	格羅方德
	3
	3
	12.0%
	12.4%

	中芯國際
	4
	4
	4.4%
	5.5%

	TowerJazz
	5
	6
	2.1%
	1.8%

	IBM
	6
	8
	1.8%
	1.8%

	世界先進
	7
	7
	1.7%
	1.8%

	Dongbu HiTek
	8
	5
	1.6%
	1.8%

	三星
	9
	10
	1.6%
	1.4%

	力晶
	10
	19
	1.4%
	0.5%


（資料來源：本研究整理/Gartner）
表3-3 個案公司自成立以來大事紀

	2011年
	購併超豐電子(股)公司以強化邏輯IC封測技術與業務版圖。

	
	與日商Elpida、聯華電子正式簽訂3D技術整合契約書。

	2010年
	成立聚成科技(股)公司跨足邏輯IC封測業務。

	
	與日商Elpida、聯華電子簽訂3D技術整合意向書，針對28奈米及以下製程，提昇3D晶片的整合技術。

	
	於美國加州聖荷西市成立子公司。

	
	導入爭議金屬來源排除準則(Conflict Free)

	2009年
	於新竹科學園區設立新竹分公司。

	
	廖忠機先生接任洪嘉鍮先生為個案公司現任總經理。

	
	導入電子業行為準則(Electronic Industry Code of Conduct, EICC)以落實企業社會責任

	2008年
	與日商Tera Probe, Inc.合資成立晶兆成科技(股)公司，將業務範圍擴展至Elpida集團在台晶圓針測業務。

	2007年
	邏輯 IC封測業務開始上線量產。

	2006年
	DDR II IC封裝與測試業務達到全球第一。

	
	4 Dies MCP導入量產。

	
	發行存托憑證並於歐洲盧森堡證券交易所掛牌上市

	2005年
	Micro SD card產品量產。

	
	MCP封裝測試製程開始量產。

	
	與其爾必達(Elpida)、模組龍頭大廠金士頓集團及記憶體測試設備廠商愛德萬 (Advantest)等4家公司，合資設立與日本晶圓測試廠Tera Probe

	2004年
	個案公司股票掛牌上市。

	
	通過Renesas稽核驗證。

	
	DDR II研發成功並導入量產。

	2003年
	個案公司股票掛牌上櫃。

	
	湖口總部落成啟用。

	
	獲得ISO 9001：2000國際品系統驗證證書。

	
	通過Sony、IBM、Elpida、ProMOS、Hynix & Xanavi稽核驗證。

	2002年
	開啟快閃記憶體封測服務。

	
	通過ISO 14001國際環境管理系統驗證。

	
	通過TEAC，Sun Microsystems，M-System & Sankyo稽核驗證。

	2001年
	通過ISO 9002驗證擴充與更新。

	2000年
	新開發封裝業務，使個案公司能提供全方位的封裝測試服務。

	
	購併力晶半導體竹北分公司。

	1999年
	金士頓集團入股成為個案公司主要股東，蔡篤恭先生受邀擔任董事長。

	1998年
	獲ISO 9002國際品保系統驗證證書。

	1997年
	力晶半導體與鑫成科技合資成立力成科技股份有限公司。


                                             資料來源：本研究整理
表4-2 2011年DRAM大廠盈虧狀況

	公司
	2011年稅後淨損益（億/新台幣元）
	2011年稅後每股盈餘(EPS)

淨損益（新台幣元）

	南科
	-398
	-8.01

	華亞科
	-210
	-4.53

	力晶
	-221
	-4.00

	瑞晶
	-63
	-2.12

	茂德
	-146
	-5.75


(資料來源：本研究整理/各公司財報、公開資訊觀測站)
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1.經濟部技術產業網站
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2. Adam M. Brandenburger與Barry J. Nalebuff，許恩得譯，競合策略，台灣培生教育，2004。
3.工研院IEK 產業經濟與趨勢研究中心，2011
4.紀有章，台灣封測產業經營模式與競爭策略探討-以P公司為例，國立中央大學高階主管企管碩士班，碩士論文，2006。

5.王文忠，台灣記憶體IC封裝測試廠商之競爭優勢來源之研究-以A公司為例，國立交通大學高階主管管理學程碩士班，碩士論文，2007。

6. 麥可．波特（Michael E. Porter），周旭華譯，競爭策略（Competitive Strategy），天下文化，2010。
7.個案公司新聞稿，個案公司網站。http://www.pti.com.tw/ptiweb/index.aspx (downloaded：2012/1/6)
8.陳梧桐，450mm對全球半導體產業生態之衝擊，經濟部技術處產業技術知識服務(ITIS)計畫，2010。
9.謝永達，金士頓科技股份有限公司藍海策略之探討，國立交通大學高階主管管理學程碩士班，碩士論文，2006。
10. Avinash Dixit and Susan Skeath，藍兆杰、徐偉傑、陳怡君譯，策略的賽局，弘智文化，2002。
11. 清水武治，謝育容譯，賽局理論圖解，城邦文化，2010。

12. Oster，洪明洲譯，現代競爭分析，華泰書局，1999。

13. Richard D’Aveni，許梅芳譯，超優勢競爭（Hypercompetition），遠流，1998。

� IDM (Integrated Devicd Manufacturer)為整合原件製造公司，業務範圍包含自上游設計至下游銷售，代表大廠如韓國三星、日本東芝與台灣華邦等。
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